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Beschreibung 

[0001] Die Eifmdung betrifft eine hitzeaktivierbare Klebmasse mit geringem FlieUvermogen bei hohen Tem- 
peraturen zur Verklebung von elektronisdhen Bauteilen und von flexibleh gedruckten Leiterbahnen (Flexible 
Printed Circuit Boards, FPCBs). 

[0002] Flexible Printed Circuit Boards werden heutzutage in einer Vielzahl von elektronischen Geraten wie 
Handys, Radios, Computern, Druckern und vielen anderen eingesetzt. Sie sind aufgebaut bus Schichten yon 
Kupfer und einem iiochschmeizenden widerstandsfaliigen Thermoplasten meistens Polyimid, seltener Polyes- 
ter. Fur die Herstellung dieser FPCBs werden haufig Klebebander mit besonders hohen Anspruchen einge- 
setzt. Zum einen werden zur Herstellung der FPCBs die Kupferfolien mit den Polyimidfolien verklebt, zum an- 
deren werden auch einzelne FPCBs miteinander verklebt, in diesem Fall findeteine Verklebung von Polyimid 
auf Polyimid sitatt. Daneben werden die FPCBs auch auf andere Substrate geklebt. 

Stand der Technik 

[0003] An die Klebebander, die fur diese Verkiebungen eingesetzt werden, werden sehr hohe Anspruche ge- 
stellt. Da sehr hohe Verklebuhgsleistungen erreicht werden miissen, werden im Ailgemeinen hitzeaktivierbare 
Klebebander eingesetzt, die bei hohen Temperaturen verarbeitet werden. Diese Klebebander diirfen wahrend 
dieser hohen Temperaturbelastung bei der Verklebung der FPCBs, die haufig bei Temperaturen um 2G0 °C 
stattfindet, keine fluchtigen Bestandteile abgeben. Um eine hohe Kohaslon zu erreichen, sollten die Klebeban- 
der wahrend dieser Temperaturbelastung vernetzen. Hohe Drucke wahrend des Verklebungsprozesses ma- 
chen es notig, dass die Klebebander bei hohen Temperaturen nur eine geringe FlielJfahigkeit besitzen. Dieses 
wird durch hohe Viskositat des unvernetzten Klebebandes Oder durch eine sehr schnelle Vernetzung erreicht. 
Zudem mussen die Klebebander noch lotbadbestandig sein, das heifit, fur eine kurze Zeit eine Temperaturbe- 
lastung von 288 "C iiberstehen, 

[0004] Aus diesem Grund ist der Einsatz yon reinen Thernioplasten nicht sinnvoll, obwohl diese sehr leicht 
aufschmeizen, fur eine gute Benetzung der zu verklebenden Substrate sorgen und zu einer sehr schnellen Ver- 
klebung innerhalb von wenigen Sekundeh fuhren. Andererseits sind diese bei hohen Temperaturen so welch, 
dass sie bei Verklebung unter Druck zum Herausquellen aus der Klebfuge neigen. Damit ist auch keine L5t- 
badbestSndigkeit gegeben. 

[0005] Obllcherweise werden fur vernetzbare Klebebander Epoxidharze oder Phenolharze eingesetzt, die mit 
bestimmten Hartern zu polymeren NetzWerken reagieren. In diesem spezietlen Fall sind die Phenolharze nicht 
einsetzbar, da sie bei der Verhetzuhg Abspaltprodukte erzeugen, die freigesetzt werden und wahrend der Aus- 
hirtung oder spatestens im Lotbad zu einer Blasenbildung fuhren. 

[0006] Epoxidharze werden hauptsachlich in der Konstruktionsverklebung eingesetzt und ergeben nach der 
Aushartung mit entsprechenden Vemetzern sehr sprode Klebmassen, die zwar hohe Klebfestigkeiten errei- 
chen, aber kaum flexibel sind. 

[0007] Eine Steigerung der Flexibilitat ist fur den Einsatz in FPCBs unumganglich. Zum einen soil die Verkle- 
bung mit Hilfe eines Klebebandes geschehen, das idealerweise auf eine Rolle gewickelt iist, zum anderen han- 
delt es sich um flexible Leiterbahnen, die auch gebogen werden mussen, gut zu erkenneh am Beispiel der Lei- 
terbahnen in einem Laptop, bei dem der aufklappbare Bildschirm uber FPCBs mit den weiteren Schaltungen 
verbunden ist. 

[0008] EineFlexibilisierung dieser Epoxidharzkleber istauf zwei Arten moglich. Zum einen existieren mit Elas- 
tomerketten flexibilisierte Epoxidharze, die aber durch die sehr kurzen Eiastomerketten nur eine begrenzte Fle- 
xibilisieaing erfahren. Die andere Moglichkeit ist, die Flexibilisierung durch die Zugabe von Elastomeren zu er- 
reichen, die der Klebmasse zugegeben werden. Diese Variante hat den Nachteil, dass die Elastomere che- 
misch nicht vernetzt werden, wodurch nur solche Elastomere zum Einsatz kommen konnen, die bei hohen 
Temperaturen immer noch eine hohe Viskositat auiweisen. 

[0009] Da die Klebebander meistens aus Losung hergestellt werden, ist es haufig schwierig Elastomere zu 
finden, die langkettig genug sind, um bei hohen Temperaturen nicht zu flieUen, andererseits aber noch so kurz- 
kettig sind, dass sie in Losung gebracht werden konnen. 
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lich, da eine fruhzeitige Vernetzung wahrend des Hersteilprozesses vermieden werden muss. 

[0011] Der Stand der Technik offenbart des Weiteren in der WO 00/01 782 A1 eine elektrisch leitfaliige, ther- 
moplastische und hitzeaktivierbare Klebstofffolie, enthaltend 

i) ein thermoplastisches Polynier mit einem Antell von 30 bis 89,9 Gew.-%, 

ii) ein oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% und/oder 

ill) Epoxydharze mit Hartem, gegebenenfalls auch Beschleunigern, mit einem Anteil von 5 bis 40 Gew.-%, 
iv) versilberte Glaskugeln oder Silberpartikel mit einem Anteil von 0, 1 bis 40 Gew.-%. 

10012] Eine Weiterentwicklung ist aus der DE 198 53 805 A1 bekarint geworden mit der elektrisch leitfahigen, 
thermoplastischen und hitzeaktivierbaren Klebstofffolie, die enthalt 

i) ein thermoplastisches Polymer mit einem Anteil von zumindest 30 Gew.-%, 

ii) ein oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% und/oder 

iii) Epoxydharze mit Hartern, gegebenenfalls auch Beschleunigern, mit einem Anteil von 5 bis 40 Gew.-%, 

iv) metalllsierte Partikel mit einem Anteil von 0,1 bis 40 Gew.-%, 

v) nur schwer oder nicht verformbare Spacerpartikel mit einem Anteil von 1 bis 1 0 Gew.-%, die bei der Ver- 
klebungstemperatur der Klebstofffolie nicht schmelzen. 

[0013] Nach bevorzugten Ausfuhrungsformen handelt es sich bei den themioplastischen Polymeren jeweils 
urn thermoplastische Polyolefine, Polyester, Polyurethane oder Polyamide oder modifizierte Kautschuke, wie 
insbesondere Nitriikautschuke. 

Aufgabensteliung 

[0014] Aufgabe der Erfindung ist es somit, ein Kiebeband bereitzustellen, das hitzeaktivierbar ist; in der Hitze 
vernetzt, eine gerlnge Viskositat in der Hitze besitzt, gute Haftung auf Poiyimid zeigt und im unvernetzten Zu- 
stand loslich in organischen Losungsmlttein ist. 

[0015] Gelost wird diese Aufgabe uberraschend durch ein Kiebeband, wie es in dem Hauptanspruch naher 
gekennzeichnet ist. Gegehstand der Unteranspruche sind vortejihafte Weiterentwicklungen des Erfindungsge- 
genstandes. 

[0016] DemgemaH i&t Gegenstand der Erfindung ein Kiebeband fur die Verklebung von elektronischen Bau- 
teilen flexiblen Leiterbahnen, unifassend eine Klebmasse, bestehend mindestens aus einem saure- odersau- 
reanhydridmodifizierten Vinylaromatenblockcopolymer und einem Epoxidharz. 

[0017] Der allgemeine Ausdruck .Kiebeband" umfasst im Sinne dieser Erfindung al|e fiachigen Gebiide wie in 
zwei Dimensionen ausgedehnte Folien oder Fblienabschnitte, Bander mit ausgedehnter Lange und begrenzter 
Breite, Bandabschnitte, Stahzlinge und dergleichen. 

[0018] Klebmassen auf Basis von saureanhydridmodifizierten Blockcopolymeren und Epoxidharzen sind be- 
kannt aus U3 5,369,167 A. Beschrleben wird eine Hferstellungsrnethode dieser Compounds. Es werden zudem 
Harter eingesetzt fur die Vernetzung des Epoxidharzes. Ein Kiebeband wird nicht enwahnt. 

[0019] Ahnliche Klebmassen sind auch in JP 57/149369 A1 beschrleben. Wieder wird ein Harter fur das Ep- 
oxidharz benotigt. Ein Kiebeband ist nicht naher beschrleben. 

[0020] Vortell der erfindungisgemalien Klebmassen ist, dass das Elastomer tatsachlich chemisch mit dem 
Harz vernetzt, eine Zugabe eines Harters fur das Epoxidharz ist nicht notwendig, da das Elastomer selbst als 
Harter wirkt. 

[0021] Als Klebemassen finden bevorzugt solche auf Basis von Blockcopolymeren enthaltend Polymerblpcke 
uberwiegend gebildet von Vinylaromaten (A-BI6cke), bevorzugt Styrol, und solchen ubenwiegend gebildet 
durch Polymerisation von 1 ,3-Dienen (B-BI6cke), bevorzugt Butadien und Isopren Anwendung. Sowohl Homo- 
als auch Copolymerblocke sind erfirtdungsgemali nutzbar. Resultierende Blockcopolymere konnen gleiche 
Oder unterschiedliche B-BI6cke enthalten, die teilweise, seiektiv oder vollstandig hydriert sein konnen. Block- 
copolymere konnen lineare A-B-A Struktur aufweisen. Einsetzbarsind ebenfalls Blockcxipolymere von radialer 
Gestalt sowie sternformige und lineare Multiblockcopolymere. Als weitere Komponenten konnen A-B Zwei- 
blockcopolymere vorhanden sein. Blockcopolymere von Vinylaromaten und Isobutylen sind ebenfalls erfin- 
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genutzt werden. 

[0022] Zumindest ein Teil der eingesetzten Blockcopolymere muss dabei saure- Oder saureanhydridmodifi- 
ziert sein, wobei die Modifizierung hauptsachlich durch radikalische Pfropfcopolymerisation von ungesatligten 
Mono- und Polycarbonsauren oder -saureanhydriden, wie zum Beispiel Fumarsaure, Itaconsaure, Citracon- 
saure, Acrylsaure, Maleinsaureanhydrid, Itaconsaureanhydrid oder Gitraconsaureanhydrid, bevorzugt Malein- 
saureanhydrid erfolgt. Bevorzugt liegt der Anteil an Saure beziehungsweise Saureanhydrid zwischen 0,5 und 
'4 Gewichtsprozenten bezogenauf das gesamte Blockcopolymer. 

[0023] Kommerziell sind solche Blockcopolymere zum Beispiel unterdern Namen Kraton™ FG 1901 und Krar 
ton™ FG 1924 der Firma Shell, beziehungsweise Tuftec™ M 1913 und Tuftec™ M 1943 der Firma Asahi err 
haltlich. 

[0024] Als Epoxidharze werden ublichenweise sowohl monomere als auch oiigomere Verbindungen mit mehr 
ale einer Epoxidgruppe pro Moiekiil verstanden. Dieses konnen ReaWionsprodukte von Glycldestern oder Epl- 
chlorhydrin mit Btsphenol A oder Bisphenol F oder Mischungen aus diesen belden sein. Einsetzbar sind eben- 
falls Epoxidnovolakharze gewonhen durch Reaktion von Epichlorhydrin niiitdem Reaktionsprodukt aus Pheno- 
len und Fomnaldehyd. Auch monomere Verbindungen mit mehreren Epoxidendgruppen, die als Verdiinnen fur 
Epoxidharze eingesetzt werden sind yerwendbar. Ebenfalis sind elastisch hrjodifizierte Epoxidharze einsetzbar 
Oder epoxidmodifizierte Elastomere wie zum Beispfel epoxidierte Styrolblockcopolymere, zum Beispiel Epofri- 
end der Firma Daicel. 

[0025] Beispieie von Epoxidharzen sind Araldite™ 6010, CY-281™, ECN™ 1273, ECN™ 1 280, MY 720, RD-2 
von Ciba Geigy, DER™ 331, 732, 736, DEN™ 432 von Dow Chemicals, Epon™ 812, 825, 826, 828, 830 etc. 
von Shell Chemicals, HPT™ 1071, 1079 ebenfalis von Shell Chemicals, Bakelite™ EPR 161, 166, 172, 191, _ 
1 94 etc. der Bakelite AG. 

[0026] Kommerzielle aliphatische Epoxidharze sind zum Beispiel Vinylcyclohexandioxide wie ERL-4206, 
4221 , 4201 , 4289 Oder 0400 vdn Union Carbide Corp. 

[0027] Eiastifizierte Eiastomere sind erhaltiich von der Firma Noveon unter dem Namen Hycar. 

[0028] Epoxidverdiinner, monomere Verbindungen mit mehreren Epoxidgaippen sind zum Beispiel Bakelite™ 
EPD KR, EPD Z8, EPD HD, EPD WF, etc. der Bakelite AG oder Polypox™ R 9, R12, R 15, R 19, R 20 etc. der 
Firma UCCP. 

[0029] Obwohl wie oben beschrieben die Zugabe von Vernetzern nicht notig ist, konnen trotzdem weitere Har- 
ter zugesetzt werden. Als Harter sollten hier nur Stoffe mit Saure- odier Saureanhydridgrupp^n eingesetzt wer- 
den, da die hauptsachlich fur Epoxidyernetzung eingesetzten Amine und Guanidine mit dem Saureanhydrid 
reagieren und damit die Anzahl der reaktiven Gruppen herabsetzt. 

[0030] Neben den schon genannten saure- oder saureanhydridmodifizrerten Vinylaromatenbiockcopoiyme- 
ren konnen auch noch weitere Sauren oder Saureanhydride zugesetzt werden, um einen hoheren Vernet- 
zungsgrad und damit eine noch weiter verbesserte Kohasion zu erreichen. Dabei sind sowohl monomere Sau- 
reanhydride und Sauren wie in US 3,970,608 A beschrieben als auch saure- oder saureanhydridmodifizlerte 
Polymere als auch saureanhydridenthaltende Copolymere wie Polyvinylmethylether-maleinsaureanhydrid-Co- 
polymere, zum Beispiel zu beziehen unter dem Namen Gantrez™, vertrieben von der Firma ISP, einsetzbar. 

[0031] Durch die chemische Vernetzung der Harze mit den Elastomeren werden sehr groBe Festigkeiten in- 
nerhalb des Klebefilms erreicht. Aber auch die Verklebungsfestigkelten zum Polyimid sind ausgesprochen 

hoch. 

[0032] Um die Adhasjon zu erhohen, ist auch der Zusatz von mit dem Elastomerblock der Blockcopolymere 
vertraglichen Klebharzen moglich. 

[0033] Als Klebrigmacher konnen in erfindungsgemalien Haftklebemassen zum Beispiel nicht hydrierte, par- 
tiell- Oder vollstandig hydrierte Harze auf Basis von Kolophoniuni und Kolophoniumderivaten, hydrierte Poly- 
merisate des Dicyclopentadieris, nicht hydrierte, partieli, selektiv oder vollstandig hydrierte Kohlenwasserstoff- 
hor-7o ouf Racic xinn r. . H /n.-nHf>r n.-MnnoiTiGrstromen. Poivteroenharze auf Basis von a-Pinen und/oder 
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werden. Vorgenannte Klebharze konnen sowohl allein als auch im Gemisch eingesetzt werden. 

[0034] Als weitere Additive konnen typisclierweise genutzt werden: 

- primare Antioxidanzlen, wis zum Beispiel sterisch gehinderte Phenole 

- sekundare Antloxidainzien, wie zum Beispiel Phosphite oder Thioether 

- Prozessstabilisatoren, wie zum Beispiel C-Radikalfanger 

- Lichtschutzmittel, wie zum Beispiel UV-Absorber oder sterisch gehinderte Amine 

- Verarbeitungshilfsmittel 

- Endblockverstarkerharze 

- Fullstoffe, Wie zum Beispiel Siliziumdioxid, Glas (gemahlen oder in Form von Kugein). Aluminiumoxide, 
Zinkoxide, Calciumcarbonate, Titandioxide, RuBe, Metallpulver, etc. 

- Farbpigmente und Fai-bstoffe sowie optische Aufheller 

- gegebenenfalis weitere Polymere von bevorzugt elastomerer Natur. 

[00351 Vorteilhaft an diesen Systemen ist die sehr niedrige EnAi-eichungstemperatur, die sich aus dem Enwei- 
chungspunkt des Polystyrols in den Endblocken der Blockcopolymere ergibt. Da die Elastomerie bei der Ver- 
netzungsreaktion mit in eih polymeres Netzwerk eingebunden werden und diese Reaktion bei den hohen Tem- 
peraturen von bis zu 200 °C, die ubiichenweise fur die Verklebung von FPCBs venwendet werden, relativ 
schnell ist, kommt es nicht zu Austritten der Klebmasse aus der Kiebfuge. Durch die Zugabe von so genannten 
Beschleunigern kann die Reaktionsgeschwindigkeit welter erhoht werden. 

[0036] Beschleuniger konnen zum Beispiel seih: 

- tertiare Amine, wie Benzyldimethylamin, Dimethylaminomethylphenol, Tris(dimethylaminomethyi)phenol 

- Bortrihalogenid-Amin-Komplexe 

- substituierte Imidazole 
-Triphenylphosphin 

[0037]. Idealenveise werden die saure- beziehurigsweise saureanhydridmbdifizierten Elastomere und Epoxid- 
harze in einem Mengenverhaltnis eingesetzt, so dass der molare Anteil an Epoxidgruppen und Anhydridgrup- 
pengerade equivalent ist. Bei der Venwendung von nurgering modifizierten Elastomeren und dem Einsatz nie- 
dermolekularer Epoxidharze mit einem niedrigen Epdxidaquivalent ergeben sich dabei nur sehr geringe Men- 
gen - von unter 1 0 Gew.-% bezogen auf das modifizierte iStyrolblockcopolymer - an Epoxidharz, die eingesetzt 
werden. 

[0038] Das Verhaltnis zwischen Anhydridgruppen und Epoxidgruppen kann aber in weiten Bereichen variiert 
werden, dabei solite fur elne ausreichepde Vemetzung keine derbeiden Gruppen in mehr als ejnem vierfachen 
molaren Oberschuss vorliegen. 

[0039] Zur Herstellung des Klebebandes werden die Bestandteile der Klebmasse in einem geeigneten L6- 
sungsmittel, zum Beispiel Toluol oder Mischungen aus Benzin 70/90 und Aceton, gelost und auf ein flexibles 
Substrat, das mit einer Releaseschicht versehen ist, zum Beispiel einem Trennpapier oder einer Trennfolie ^e- 
schichtet und getrocknet, so dass die Masse von dem Substrat leicht wieder entfernt werden kann. Nach ent- 
sprechender Konfektionierung konnen Stanzlinge, Rollen oder sohstigie Fomikorper bei Raumtemperatur her- 
gestellt werden. Entsprechende Formkorper werden dann vorzugsweise bei erhohter Temperatiir auf das zU 
verklebende Substrat, zum Beispiel Polyimid, aufgeklebt. 

[0040] Es ist auch moglich, die Klebmasse direkt auf einen Polyimidtrager zu beschichten. Solche Klebfolien 
kSnnen dann zur Abdeckung von Kupferleiterbahnen fur FPCBs eingesetzt werderj. 

[0041] Es ist nicht erforderlich, dass die Verklebung als einstufiges Verfahren erfolgt, sondern auf eines der 
beiden Substrate kann zunichst das Klebeband geheftet werden, indem man in der Warme laminiert.. Beim 
eigentlichen HelBkiebeprozess mit dem zweiten Substrat (zweite Polyimidfolie oder Kupferfolie) hartet das 
Harz dann ganz oder teilweise aus, und die Klebstofffuge erreicht die hohe Verkiebungsfestigkeit. 

[0042] Die zugemischten Epoxidharze sollten vorzugsweise bei der Laminiertemperatur noch keine chemi- 
sche Reaktion eingehen, sondern erst bei der HeilSvdrklebung mit den Saure- oder Saureanhydridgruppen re- 
agieren. 
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Ausfuhrungsbeispiel 

[0043] Im Folgenden wird die Erfindung durch einige Beispiele naher beschrieben, ohne dabei die Erfindung 
in irgendeinerWeise zubeschranlcen, 

Beispie! 1 

[0044] Bine IVlfschung aus 92,5 g Kraton™ FG 1901 (maleinsaureanhydridmodifiziertes Styrol-Ethylenbuty- 
ien-Styrol-Blockcopolymer mit 30 Gew.-% Blockpolystyrot und ca. 2 Gew.-% Maleinsaureanhydrid) und 7,5 g 
Bakelite™ EPR 191 (Epoxidliarz) werden in Toluol gelost und aus Losung auf ein mit 1 ,5 g/rrP silikonisiertes 
Trennpapier beschichtet und bei 110 "C fur 15 nfiin getrocknet. Die Dicke der Klebeschicht betragt 25 |jm. 

Beispie! 2 

[0045] Eine Mischung aus 97,2 g Tuftec™ M 1913 (maleinsaureanhydridmodifiziertes Styrol-Ethylenbuty- 
len-Styrol-Blockcopoiymer mit 30 Gew.-% Blockpoiystyrol und ca. 2 Gew.-% Maleinsaureanhydrid) und 2,8 g 
Polypox^'^ R 9 (Epoxidharzverdunner) werden in Toluol gelost und aus Losung auf ein mit 1,5 g/m^ silikonisier- 
tes Trennpapier beschichtet und bei 110 °C fur 15 min getrocknet. Die Dicke der Klebeschicht betragt 25 ^im. 

Beispiel3 

[0046] Eine Mischung aus 87,4 g Kraton™ FG 1901, 2,6 g Bakelite™ EPR 161 (Epoxidharz) und 10 g Rega- 
lite™ R 1100 (hydriertes Kohlenwasserstoffharz mit einem Erweichungspunkt von ca. 100 °C der Firma East- 
man) werden in Toluol gelost und aus Losung auf ein mit 1 ,5 g/m^ silikonisiertes Trennpapier beschichtet und 
bei 110 "C fur 15 mIn getrocknet. Die Dicke der Klebeschicht betragt 25 pm. 

Vergleichsbeispiel 4 

[0047] Eine Mischung aus 80 g Kraton™ G 1650 {nicht modifiziertes Styrol-Ethylenbutylen-Styrol-Blockcopo- 
lymer analog Kraton™ FG 1901), 14 g Bakelite™ EPR 161 und 6 g Maleinsaureanhydrid werden in Toluol ge- 
lost und aus Losung auf ein mit 1,5 gIrrP silikonisiertes Trennpapier beschichtet und bei 110 "C fur 15 min ge- 
trocknet Die Dicke der Klebeschicht betragt 25 pm. 

Verklebung von FPCBs mit dem hergestellten Klebeband 

[0048] Zwei FPCBs wurden jeweils mit den nach den Beispielen 1 bis 4 hergestellten Klebebandern verklebt. 
Dazu wurde das Klebeband auf die Polyimidfolie des FPCB-Laminats aus Polyimid/Kupferfoiie bei 100 °C auf- 
laminiert. AnschlieUend wurde eine zweite Polyimidfolie eines weiteren FPCBs auf das Klebeband geklebt und 
der ganze Verbund in einer beheizbaren Biirklepresse bei 200 °C bei einem Druck von 1 ,3 MPa fur eine Stunde 
verpresst. 

Prufmethoden 

[0049] Die Eigenschaften der nach den oben genannten Beispielen hergestellten Klebstofffolien wurden mit 
folgenden Testmethoden untersucht. 

T-Peel Test mit FPCB 

[0050] Mit einer Zugpriifmaschine der Firma Zwick wurden die nach dem oben beschriebenen Verfahren her- 
gestellten Verbunde aus FPCB/Klebeband/FPCB im 180° Winkel mit einer Geschwindigkeit von 50 mm/min 
auseinander gezogen und die benotigte Kraft in N/cm gemessen. Die Messungen wurden bei 20 °C und 50% 
rel. Feuchte durchgefuhrt. Jeder Messwert wurde dreifach bestimmt. 

Temperaturbestandigkeit 

[0051] Analog zum beschriebenen T-Peel Test wurden die nach dem oben beschriebenen Verfahren herge- 
stellten FPCB-Verbunde so aufgehangt, dass die eine Seite des Verbundes aufgehangt wurde, an der anderen 
Seite wurde ein Gewicht von 500 g befestigt. Der statische Schaltestfindet bei 70 °C statt. Gemessen wird der 
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Lotbadbestandigkeit 

[00521 Die nach dem oben beschriebenen Verfahren verklebten FPCB-Verbunde wurden fiir 1 0 Sekunden auf 
ein 288 °C heiBes Lotbad gelegt. Die Verklebung wurde als lotbadbestandig gewertet, wenn sich keine Luft- 
blasen bildeten, welche die Polyimidfoiie des FPCBs aiifblahen lieBen. Der Test wurde als nicfit bestanden ge- 
wertet, wenn bereite eine leiclite Blasenbiidung eintrat. 

Ergebnisse: 

[0053] Zur klebtechnischen Beurteilung der obengenanten Beispiele wurde zun§chst der T-Peel Test durch- 
gefuhrt. 

[00541 Die Ergebnisse sind Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabeliel 



T-Peel Test [N/cm] 
9,7 

Beispiel 2 9.3 
BeispielS 14,8 
Beispiel 4 3i2 

[0055] Wis zu erkennen ist, konnten in den Beispielen 1 bis 3 sehr hohe Klebkrafte erreicht werden, wahreiid 
das Referenzbeispiel nur sehr niedrige Klebkrafte zeigt. 

[0056] Die Temperaturbestandigkeit der Klebebander wurde mitdem statischen Peel-Test gemessen.dessen 
Werte in Tabetle 2 zu finden sind. 



Tabelle 2 

StatispherT-PeelTest be! 70 °C [rnm/h] 
Beispiel 1 .5 
Beispiel 2 7 
Beispiel 3 12 
Beispiel 4 36 

[0057] Wie zu erkennen ist, ist bei dem Referenzmuster die Temperaturbestandigkeit deutlich niedriger als 
bei den Beispielen 1 bis 3. ' 

[0058] Der Lotbadtestvyurde von alien 4 Beispielen bestanden. 

Patentansprtiche 

1 . Hitzeaktivierbares Klebeband fiir die Verklebung von elektronischert Bauteilen und Leiterbahnen mit ei- 
ner Klebemasse, die zurrlindest aus 

a) einem saure- Oder saureanhydridmodifizierten Vinylaromatenblockcopblymer und 

b) einier epoxidhaltigen Verbindung 
besteht. 

2. Hitzeaktivierbares Klebeband nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichne^, dass es sich bei dem Vinyla- 
romatenblockcopolymer um ein Styrolblockcopotymer handelt. 

3. Hitzeaktivierbares Klebeband nach einem der vorigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
epoxidhaltige Verbindung ein Epoxidharz und/oder ein epoxidiertes Polymer ist. 

4. Hitzeaktivierbares Klebeband nach einem der vorigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Klebemasse klebrigmachende Harze, Beschleuniger, Farbstoffe, RuR und/oder Metallpulver enthalt. 

5. Hitzeaktivierbares Klebeband nach einem der vorigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
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6. Hitzeaktivierbares Klebeband nach zumindest einem der vorigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet. 
dass die Klebmasse weitere Elastomere wie solche auf Basis reiner KohlenwasserstQffe, chemiscli im wesent- 
lichen gesattigte Elastomere sowie cliemiscli ftinktionallsierte Kohlenwasserstoffe enthalt. 

7. Hitzeaktivierbares Klebeband nacii einem der vorigen Anspruclie, dadurcli gekennzeiclinet, dass die 
Klebemasse weitere Saureanliydride enthalt. 

8. Hitzeaktivierbares Klebeband nach einem der vorigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Anteil der Epoxidharze hochstens 10 Gew.-%, bevorzugt 5 Gew.-% bezogen auf den Anteil an saure- bezie- 
hungsweise saureanhydridmodifiziertem Elastomer betragt. 

9. Venwendung eines hitzeaktivierbaren Klebebands nach zumindest einem der vorigen Anspruche zur 
Verklebung von Kunststoffteilen. 

10. Verwendung eines hitzeaktivierbaren Klebebands nach zumindest einem der vorigen Anspruche zur 
Verklebung von elektronischen Bauteilen und/oder von flexiblen gedruckten Schaltungen. 

11. Verwendung eines hitzeaktivierbaren Klebebands nach zumindest einem der vorigen Anspruche zur 
Verklebung auf Polyimid. : 



Es folgt kein Blatt Zeichnungen 



